@ De NECESARIA LECTURA

La tecnologfa de montaje superficial, mas conocida por sus siglas en inglés SMT
(Surface Mount Technology) es el método de construccién de dispositivos electro-
nicos mas utilizado actualmente. Se usa tanto para componentes activos como
pasivos, y se basa en el montaje de los mismos (SMC, en inglés Surface Mount
Component) sobre la superficie misma del circuito impreso. Tanto los equipos asi
construidos como los componentes de montaje superficial pueden ser llamados
dispositivos de montaje superficial, o por sus siglas en inglés, SMD (Surface Mount
Device).

Un componente SMT es usualmente mas pequefio que su analogo de tecnologia
through hole, en donde los componentes atraviesan la placa de circuito impreso,
en componentes SMT no la atraviesan ya que no posee pines o, si tiene, son Mas
cortos. Otras formas de proporcionar el conexionado es mediante contactos pla-
nos, una matriz de bolitas en la parte inferior del encapsulado, o terminaciones
metdlicas en los bordes del componente.

Este tipo de tecnologia ha superado y reemplazado ampliamente a la “through
hole” (por ejemplo, la DIP). Las razones de este cambio son econdémicas, ya que
los encapsulados SMD al no poseer pines y ser mas pequefios son mas baratos
de fabricar, y tecnolégicas, ya que los pines actlian como antenas que absorben
interferencias electromagnéticas.

La tecnologia de montaje superficial fue desarrollada por los afos '60 y se volvid
ampliamente utilizada a fines de los '80. La labor principal en el desarrollo de esta
tecnologia fue gracias a IBM y Siemens. La estructura de los componentes fue redise-
fiada para que tuvieran pequenos contactos metalicos que permitiese el montaje directo
sobre la superficie del circuito impreso. De esta manera, los componentes se volvieron
mucho mas pequefos y la integracion en ambas caras de una placa se volvié algo mas
comun que con componentes “through hole”. Usualmente, los componentes sélo estan
asegurados a la placa a través de las soldaduras en los contactos, aunque es comun que
tengan también una pequefia gota de adhesivo en la parte inferior. Es por esto, que los
componentes SMD se construyen pequefos y livianos. Esta tecnologia permite altos grados
de automatizacién, reduciendo costos e incrementando la produccién. Los componentes
SMD pueden tener entre un cuarto y una décima del peso, y costar entre un cuarto y la
mitad que los componentes through hole.

Hoy en dia la tecnologia SMD es ampliamente utilizada en la industria electrénica, esto es
debido al incremento de tecnologias que permiten reducir cada dia mas el tamafio y peso
de los componentes electronicos. La evolucion del mercado y la inclinacién de los consumi-
dores hacia productos de menor tamafo y peso, hizo que este tipo de industria creciera y
se expandiera; hoy en dia componentes tan pequefnos en su dimensién como 0.5 milimetros
son montados por medio de este tipo de tecnologia. En la actualidad casi todos los equipos
electrénicos de Ultima generaciéon estan constituidos por este tipo de tecnologia. LCD TV's,
DVD, reproductores portatiles, celulares, laptop's, por mencionar algunos.

Ventajas principales

@ Reducir el peso y las dimensiones.

@ Reducir los costos de fabricacion.

@ Reducir la cantidad de agujeros que se necesitan taladrar en la placa.

@ Permitir una mayor automatizacién en el proceso de fabricacion de equipos.
@ Permitir la integracién en ambas caras del circuito impreso.

@ Reducir las interferencias electromagnéticas gracias al menor tamano de
los contactos (importante a altas frecuencias).

@ Mejorar el desempefo ante condiciones de vibraciéon o estrés mecanico.

@ En el caso de componentes pasivos, como resistencias y condensadores,
se consigue que los valores sean mucho mas precisos.

@ Ensamblaje mas preciso.
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